glutaminacido aminoacido COOH(CH, ), CHNH, COOH

glutamino aminoacido COOH (CH, ), CHNH,CONH,

histidino aminoacido C,H,;N, O, , heterocikla derivajo de alanino

serino aminoacido CH, OH—CHNH, COOH

glutelinoj grupo de proteinoj, trovigantaj en cerealoj; apud la prolaminoj, éefaj kom-
ponantoj de gluteno

ninhidrino senkolora, kristala kombinajo C,H,0,, estiganta kun proteinoj, polipept-
idoj kaj aminoacidoj karakterizan kolorreakcion

acidometrio mezurado de koncentriteco de acido

turbidimetrio  mezurado de malklarajo en likvajo

A fehérjék analizisérdl taplilkozdstani szempontbol

Korunkban vilagszerte sulyos gondot jelent a tapldlkozdstani szempontbdl
értékes fehérjékkel val hidnyos elldtottsig. Az alapvetd tapldlkozdsi sziikségletek
dtfogo felmérése a szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazdsa céljabol — lesz
egyik kiemelt feladata egy felillitisra keriils ENSZ-egyetemnek is. Minthogy
a kérdés az érdeklddes homlokterében dll, az ilyenirdnyu kutatdsokhoz pedig
nélkiilozjetetlen az élelmiszerfehériék folyamatos vizsgdalata és értékelése, a
szerzo — tdjékoztatdsi szandékkal — rovid dttekintést ad a jelenleg alkalmazott
fob vizsgdlati modszerekrdl é az ezekkel kapcsolatos egyes problémkdkrol.

Bevezetdbol néhdny alapfogalmat tirgyal és tiblizotosan mutat be
adatokat az esszencidlis aminosavakra vonatkozdlag, sziikséges mennyiségiiket
az emberi szervezet szdmdra, tényleges mennyiségiiket néhany fontosabb
élelmiszerben. Ezutin rditér a kémiai Gszetétel vizsgdlatira, foglalkozik az
Oszfehérjetartalom meghatdrozdsa, a frakciondlis, a hidrolizis alapelveivel,
az aminosavak meghatdrozdsinak gyakoribb, elsésorban  kromatogrifids
valtozataival. A harmadik részben a biologiai érték megjatirozdsinak alapelveit
tdrgyalja: kémiaj eljdrdsok és “en vivo” modszerek csoportositisban, utébbiba
beleértve a mikrobiologiai elemzést is. Kiilon foglalkozik azokkal a tenyezdkkel,
amelyk kisebb-nagyobb meértékben befolydsolhatjik a kisérleti eredmeényeket.

Vegiil egybevetve a fehérjemindség értékelésére szolgdlo mdodszereket
megdllapitja, hogy ebben a vonatkozdsban egyik legfontosabb kutatdsi feladat
olyan egyszerii, gyors, rutinvizsgdlati médszerek kidolgozdsa, amelyek a bioldgiai
erték megeietd’ pontossiggal valé meghatdrozdsira alkalmasak.

SCIENCA REVUO
estas abominda de multnombraj
institucioj en la tuta mondo!
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Hibridaj integritaj cirkvitoj

Frantisek Hort (Celioslovakio)*

1. Enkonduko

La uzado de integritaj cirkvitoj (mallonge ICoj) akiris eksterordinaran
amplekson en elektroteliniko. La aplikado de ICoj estas tusanta preskaii ¢iujn
sferojn -de homa aktiveco, komencante per “konsuma elektroniko” (elektraj
konstru-ludiloj por infanoj kaj gejunuloj, radioriceviloj, televidiloj, magneto-
fonoj, poskalkuliloj k.s.), mezur-teliniko, medicina elektroniko kaj finante per
kosma teliniko. La uzado de ICoj signifas ne nur la akiron de novaj altkvalitaj
parametroj de finaj fabrikajoj, sed ankat sparojn dum produktado kaj muntado.

La disvastigon de ICoj akompanas miniaturigo kaj mikrominiaturigo
unuavice en la aparata teliniko kaj en la produktado de komputoroj. Tie ni
povas klare kompari: se antall dek jaroj por instalo de komputoro estis necesa
cambro ampleksa dekojn da kvadratmetroj, hodiali oni povas instali gin sur
labortablon ali enmunti gin rekte en regan Srankon de masino ati produkt-linio.
Ni povas konstati, ke per la enkonduko de ICoj la elektroteliniko, telekomunika
teliniko kaj elektroniko faris kvalitecan salton signifantan rimarkindan gajnon
sur la kampo de scienco kaj teliniko.

2. Klasado de integritaj cirkvitoj

La integritajn cirkvitojn oni klasas kelkmaniere, ekzemple:

2.1.  El vidpunkto de produkta telinologio ili estas

2.1.1. monolitaj, t.s. kreitaj en unusola peco de duonkonduktanto per grada
selektiva difuzo,

2.1.2. hibridaj, t.s. kunmetitaj el pli ol unu monolita komponanto.

2.2.  Lati funkcia amplekso kaj nombro da elementoj distingigas

2.2.1. etgrada integreco (SS/ — el la angla Small Scale Integration), temas pri
simplaj kutime monolitaj ICoj,

2.2.2. mezgrada integreco (MSI — Medium Scale Integration), temas pri mono-
litaj ICoj kun pli komplika strukturo,

2.2.3. larggrada integreco (LSI — Large Scale Integration), temas pri monolitaj
ICoj kun tre komplika strukturo,

* projektisto en la entrepreno TESLA LANSKROUN, kic cstas fabrikataj pasivaj kompo-
nantoj por elektroniko.
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aparte larggrada integreco (ELSI — Extra Large Scale Integration), gi
entenas ampleksajn digitajn sistemojn. \
El la vidpunkto de aplika destino ili estas

. digitaj, t.e. logikaj ICoj, kiuj funkcias nur en du tensiaj niveloj.

analogaj, t.e. 1Coj, kies cefa elemento estas linia cirkvito. Se ili enhavas
krom tio ankorali nelinian elementon, rezulta karaktero de tia ICo
povas esti nelineara.

Specoj de hibridaj integritaj cirkvitoj

Hibrida integrita cirkvito (mallonge HICo) estas integrita cirkvito, kun-
metita el pli ol unu monolita komponanto (fig. 1.). Nuntempe produkt-
ataj HICoj:

Pluréipa- HICo estas kunmetita el pluraj monolitaj [Coj, reciproke inter-
konektitaj en unu skatolo.

Minctavola HICo estas integrita cirkvito, kies unuopaj komponantoj
estas formitaj per sinsekva deponado de mincaj konduktivaj tavoloj kaj
izolaj materialoj sur nekonduktiva substrato. La cirkvito povas esti
kompletigita per kelkaj diskretaj komponantoj alkonektitaj al tavola
konduktilaro per diversaj metodoj. La minca tavolo estas konduktiva,
duonkonduktiva aii izola tavolo dika 0,1 — 10%nm, metita sur la sub-
straton de HICo plej ofte per vakua vapordeponado ali katoda dis-
Sprucado. .

Diktavola HICo estas integrita cirkvito, kies unuopaj komponantoj
estas formitaj per sinsekva deponado de dikaj konduktivaj tavoloj kaj
izolaj materialoj sur nekonduktivan substraton. La cirkvito povas esti
kompletigita ankati per kelkaj diskretaj komponantoj. La dika tavolo
estas konduktiva atl izola tavolo dika 10 — 100 pum, metita sur la sub-
straton de HICo kutime per serigrafia telinologio.

Kombinita HICo estas monolita integrita cirkvito, enhavanta aktivajn
komponantojn. Sur gi estas deponitaj minctavolaj konduktilaroj kaj
pasivaj komponantoj. Ce fabrikado oni uzas procedojn aplikeblajn en
la telinologio de monolitaj cirkvitoj.

La bazaj elementoj de HICoj

Tavola cirkvito estas elektra cirkvito, farita el diktavolaj ai minctavolaj
elementoj, kiuj estas reciproke interkonektitaj per la sistemo de tavola
konduktilaro. La tavolo funkcianta kiel tavola konduktilaro ali tavola
komponanto, estas plej ofte pretigata per: Hemia deponado, brulizado
de suspensio sur la substrato, senkurenta deponado, metalizado, vakua
vapordeponado, katoda disSpruco kaj serigrafio.

Tavolaj komponantoj, precipe la tavola rezistilo, estas formataj sur la

Fig. 1: Hibrida integrita cirkvito.
1 — tavola rezistilo
tipa diodo
kontakta drato
4 — Cipa monolita integrita cirkvito
5 — ¢ipa kondensilo

5

)

fy — substrato

i
8
9
10

4.3.

4.4,

kondukta tavolo
tegajo

lutajo

elduktaj dratoj

substrato de HICo per la surmeto de rezistiva suspensio ali pasto. La
precizan rezistanc-valoron de tavola rezistilo oni algustigas per §lifado,
blovegado de fajna malmola pulvoro aii per lasero. Tavola kondensilo
estas formata sur la substrato per du konduktilaj tavoloj kaj per inter-
metita dielektrika tavolo. Tavola bobeno estas fabrikata per telinologio
de tavolaj konduktilaroj rekte sur la substrato de HICo. Minctavola
transistoro estas kutime la transistoro de tipo FET, produktata per la
telinologio de minctavoloj.

Cipoj estas aktivaj ali pasivaj cirkvit-elementoj, kutime neenskatoligitaj,
destinitaj por muntado al HICo. Uzataj estas precipe Cipaj transistoroj,
rezistiloj, kondensiloj, monolitaj ICoj. Por ilia muntado oni uzas lutadon,
ultrasonan aii termopreman veldadon, gluadon per elektre konduktiva
gluajo ati mastiko.

Skatolo protektas HICon kontrali eksteraj mehianikaj kaj klimataj influoj

~ kaj forkondukas varmon. La konstrua solvo de skatoloj estas tre ofte

derivata de skatoloj por transistoroj, signataj per la literoj 70. La skatolo
konsistas el metala ujo kaj el soklo kun elduktiloj (fig. 2.). Por la HICoj
estas ofte uzataj plataj skatoloj. Por hermete kunigi la soklon al la ujo
oni uzas rezistanc-veldadon ail oni ver$-tegas la HICojn per rezinoj. La
skatoloj estas plej ofte el latuno, kupro, aluminio, malpli ofte el cera-
mikajo, vitro al plastoj.
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: Skatolo.

I — soklo kun elduktiloj
l 2 — ujo

5. Kondicoj de produktado

Unu el la bazaj kondicoj de sukcesa fabrikado de HICoj estas pureco
en fabrikejoj. Cefa medio-pretendo estas malaltigita Ceesto de polvaj eroj kaj
reguleblaj humido kaj temperaturo de aero. Estas necese prikonsideri la fakton,
ke ¢e la HICoj malkreskas la dimensioj de unuopaj elementoj gis kelkaj nano-
metroj kaj sekve de tio la difektigo povas esti kaiizata per la maska efekto de
polvaj eroj sedimentigintdj sur fotorezistalon ali sur produktan maskon ce
eksponado k.s.. La telinologio de la fabrikado de HICoj estas tre ekzakta, gi
postulas altan specialifon Kaj zorgemon de laboristoj kaj ankali precize funkci-
antajn maSinojn kaj aparatojn. La plenumado de telinologia disciplino kaj
de labor-higienaj principoj dum la fabrikado de HICoj estas unu el la bazaj
premisoj de ilia sukcesa produktado.

6. Propona kaj labora procedoj

La laboro pri HICo komencigas per propono de cirkvito. Kun kliento
estas pritraktita baza propono, kiu estas poste prilaborata kiel t.n. model-skizo.
Gi havas desegne prilaboritajn ¢iujn geometriajn parametrojn de la cirkvito.
Plu estas necese ellabori topologian skizon, t.e. idean proponon de ICo-topo-
logio inkluzive dislokigon de cirkvitaj elementoj (fig. 3.). La topologia skizo
servas kiel fundamento por pretigo de preponajo. Gi estas desegno de unu
tavolo de tavola cirkvito pretigita en difinita skalo (fig. 4.). La materialo de
preponajo estas kutime majlara laminajo. Gi estas travidebla majlara folio kun
surgluita tavolo de opaka materialo. La preponajo estas fabrikata per trancado
helpe de koordinatografo (direktata ofte per komputoro) kaj per deigo de
opaka materialo. Por atingi. deziratan precizecon de estonta ICo oni pretigas
la preponajon en tatiga pligrandigo, 25: 1 gis 125: 1. Poste sekvas pretigo de la
reduktita preponajo en dezirata dimensio. Laili la reduktita preponajo estas
fabrikata aii Sablono por la telinologio de minctavoloj, ati serigrafia Sablono
por la telinologio de diktavoloj. Gis nun estas la telinologioj por minctavoloj
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Fig. 3. Topologia skizo. 1 ~ kondukta tavolo, 2 ¢ipa diodo, 3 — ¢ipa monolita integrita

cirkvito, 4 tavola resistilo. 5 Kontakta drato. 6 Cipa kondensilo | 7 — substrato,
8 - clduktay Jdrato) 9 lutajo
1 2
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' z
Fig. 4. Preponajo. 1 travidebla majlara folio, 2 — opaka materialo.

] kaj diktavoloj preskali ekvivalentaj. Plej grava diferenco estas en la metodoj
de surmeto de tavoloj kreantaj cirkvitojn.

La minctavolaj cirkvitoj fabrikigas plej ofte helpe de vakua vaporde-
ponado de tavolo. La vakua vapordeponado estas la metodo de vaporigado
de metaloj per varmigo en vakuo. En la altaj temperaturoj okazas intensa el-
vaporigado de metalo kaj liberigitaj molekuloj kondensigas sur apudaj malpli
varmaj surfacoj.
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Katoda disSprucado estas ankati tre ofte uzata. Temas pri formado de
metala tavolo per amasi§o de eroj liberigintaj el katodo helpe de la molekuloj
de jonigita gaso.

Post la depono de la minca tavolo sur la substraton el berilia ati korunda
ceramikajo oni pretigas la koncernan cirkviton per fotolitografia telinologio
kaj per gravurado en acidoj. Tiucele oni uzas diversajn specojn de rezistaloj.
lli estas materialoj, rezistantaj kontraii efiko de gravuraj likvajoj. Ekzemple
pozitiva fotorezistalo rezistas kontrail tiaj efikoj sur areo neprilumita, diference
de negativa fotorezistalo, kiu rezistas sur la prilumitaj lokoj. La gravurado iam
katizas superetendon (fig. 5.), t.e. lokan pligrandigon de desegno kompare al
la desegno prezentata per la fotorezistalo. Okazi povas ankail subgravurigo
(fig. 6.), te. nedezirata gravura enpenetro sub randon de la fotorezistalo. La
superetendo kaj la subgravurigo negative influas kvaliton de cirkvito.

1
; 2

Fig. 5: Superetendo.

Y ST 75 1 — rezistalo
\\ \_\ \ \ \\___ 2 — superetendo
e 3 — substrato

1
*7/2 : Fig. 6: Subgravurigo
e / I — rezistalo
\ \\ \ —\\\ 2 — subgravurigo

3 3

— substrato

Per la minctavola telinologio eblas fabriki kelkajn tavolojn sinsekve,
unun sur la alia. En tiu okazo estas grava preciza interspacigo de tavoloj, reci-
proka spaca orientado de skemoj en unuopaj tavoloj dum ilia sinsekva fabrikado
sur la substrato.

La diktavolaj cirkvitoj estas fabrikataj per serigrafia surmeto de tavoloj.
Gi estas telinologio, ¢e kiu oni premas rezistivan, konduktivan at alian paston
tra metala, plasta all silka fajna reto. Sur la fajna reto estas formitaj dezirataj
skemoj el malplenaj masoj, tra kiuj oni trapremas la paston sur la substraton.
La dikeco de fajna reto kaj la premo de forvisilo influas la dikecon de tavoligita
pasto. Poste sekvas sekigado kaj brulizado en difinitaj temperaturoj. Per la seri-
grafia telinologio estas eble krei sinsekve kelkajn tavolojn per ripeta depono
kaj brulizo de ¢iu tavolo.

La pluaj fabrikaj operacioj ¢e la minctavolaj kaj la diktavolaj cirkvitoj
estas preskail la samaj. Post pretigo de la pasiva reto oni algustigas celatan
rezistancon de tavolaj rezistiloj ekzemple helpe de Slifado, blovegado per fajna
malmola polvo ail helpe de lasera radio. La valoro de rezistanco estas dum la
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algustigado kontinue mezurebla kaj tiel estas garantiita gia alta precizeco. Poste
sekvas muntado de unuopaj ¢ipoj per lutado, ultrasona aii termoprema veldado.
Uzata estas ankali la gluado per elektre konduktiva gluo ali mastiko. Car temas
pri tre fajna laboro postulanta precizecon, oni faras tiujn ¢i operaciojn helpe de
mikroskopo. Poste estas kontrolataj la elektraj parametroj de kompleta cirkvito.
Se la rezulto estas pozitiva, oni hermete enskatoligas la cirkviton kaj denove
estas kontrolata gia funkcio. La tipo de la HICo estas markita sur la skatolo
per stampado, presado, etiketado.

7. Aplikeblo de HICoj

Kie kaj kiaamplekse ni povas apliki la HICojn kun sukceso? Cie. kie ne
estas uzeblaj la monolitaj ICoj pro ckonomiaj atli telinikaj motivoj kaj ankati
tie, kie la uzo de HICo prezentas telinikan progreson kaj atingas almenati la
suban limon de ekonomie profita nombro da pecoj fabrikotaj. Memkomprene
ne estas ekonomie uzi ilin, kiam temas pri fabrikado de nur kelkaj dekoj da
pecoj. La gisnunaj spertoj montras, ke la hibrida telinologio ebligas ampleksan
aplikadon de HICoj ekzemple por la rezistilaro kun difinitaj parametroj, por la
precizaj potencial-dividiloj kun difinita temperatura koeficiento, por amortiz-
iloj, aktivaj filtriloj, digitaj cirkvitoj, diversaj tipoj de cirkvitoj ¢e malaltaj Kaj
altaj frekvencoj, diversaj kategorioj de povumaj cirkvitoj k.t.p..

Nuntempe ni uzas la HICojn en la komputora, radiosenda kaj televida
teliniko, industria atitomatiko, konsuma elektroteliniko, mezura tefiniko,
atitomobila kaj avia industrio, sekuriga teliniko en transporto, medicina elek-
troniko, kosma teliniko k.t.p.. La HICoj alportas al klientaro rimarkindajn
avantagojn:

— ili ebligas atingi pli altajn telinikajn parametrojn de la fina fabrik-

ajo (malaltigas pezon, altigas fidindecon, malgrandigas dimensiojn),

—  ili malaltigas kostojn eé ée malgrandaj serioj,

— ili ebligas grandan variadon dum projektado de cirkvito.

En la nuntempa elektrotelinika industrio la HICoj okupis firman pozi-
cion apud la monolitaj ICoj kaj kontribuas al la daiira progreso en la telinika
nivelo de elektronikaj produktoj.
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Hybridnt integrované obvody

Clinek se zabyvd problematikou integrovanych obvodi se zamérenim
na hybridni integrované obvody (HIO). Uvddi klasifikaci integrovanych obvodii
z riznych hledisek. Vysvétluje nékteré zdkladni technologie pouZivané pri
vyrobé HIO s rozdélenim na techologii tenké a tlusté vrstvy. Ukazuje mozZnosti
aplikace HIO v elektronice, popisuje nékteré jejich vyhody oproti monolitickym
integrovanym obvodiim.

Ruband-forma desoksi-ribonukleata acido

La soveta sciencisto M. T. Popov, kandidato de fizikaj-matematikaj sciencoj,
teorie esploradis elektronan strukturon de nukleataj acidoj. Li sukcesis malkovri
nekonatajn legecojn en la desoksi-ribonukleata acido (DNA): “Komplementeco
de argajo en elektronaj tavoloj de paraj bazoj e DNA™ kaj “Heterocikla ligo en
la bazoparoj de la natura DNA”. Surbaze de ¢i malkovroj li deduktis formulon
de la nativa DNA kaj konstruis gian modelon. La nativa DNA evidentigis ne
spirala. sed ruband-forma:

Adreso de I atitoro: Melitopolska 4-12, 332440 BERDJANSK — 8, SOVLETIO
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Determino de frotkoeficiento en la bremsilo
por entrena transversa fadeno de teksa stablo

A. Stoljarov (Sovetunio)*

Ce la determino de frotoforto kaj fadenostreco dum labordatiro de la
bremsilo por entrena transversa fadeno (BETF) en la ekzistanta literaturo la
esplorantoj uzas tre mezumigitajn valorojn. Lige kun tio la frotkoeficiento
atingas relative tro altajn valorojn. Ekzemple la difinita frotkoeficiento por
rajona fadeno sur la kontaktantaj surfacoj de BETF estas egaligata al 0,82, kiu
estas je 40—50% pli granda ol la efektiva.

Esplorante la determinon de la frotkoeficiento en BETF de la teksa
stablo STB—175 ni muntis provstandon, kiu imitis la tefinologian skemon de
enigo de la entrena tranversa fadeno en la stablon. La skemon de la instalajo
montras fig. 1. Ci tie la entrena transversa fadeno estas metata spirale sur glacean
surfacon, plu §i pasas tra la stredindikatoro A4 kaj la BETF 3. La determino de
fadenostreéo post eliro de la fadeno el la bremsilo estas farata per la dua strec-
indikatoro B. La rapideco de trapaso por la entrena transversa fadeno estis
variigata inter 20 m/s kaj 25 m/s, kio respondas al la fadenrapideco en teksa
stablo. En la prov-instalajo la rapideco estis atingata per Sanfo de la lineara
rapideco e la eltira rulil-duo 2.

1 W 3

La procedo estis registrata per oscilografo e la rapideco de bendo 0,5 m/s.
Dum la analizé de la esplormaterialo estis konstatite, ke la fadenostreco Ce la
eniro kaj la eliro el la stablo en la intervalo de fadenrapidecoj 20—25 m/s restis

sensanga. Tamen ne estus prava aserto, ke la frotkoeficiento ne dependas de la
fadenrapideco. Se ni prenus la intervalon 5—25 m/s, estus jam rimarkebla

Fig. 1: Skemo de provo-stando

* ul. 8 Marta 25—41, IVANOVO 2, 153002, USSR.
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